
アモルファス箔ろう材
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東京都江東区豊洲５-６-３６ 豊洲プライムスクエア

工程省略でCO２削減に貢献

・欠陥が少なく接合信頼性が高い

・長期保管が可能

・EGRクーラー

・プレート式熱交換器

・メタル担体

■ 接合面のボイド比較 （箔ろう材 vs ペースト材)

ステレンス鋼SUS316の接合後の断面(当社比較)

MBF67箔

BNiー15ペースト

■ 使用量削減率の比較（当社比）

Ni系ろう材
ろう材厚さ

(μm)
正味ろう材
使用量(g)

使用量
削減率(%)

MBF67箔 38.1 2.309 30 

MBF67箔 25.4 1.560 53 

BNi-15ペースト - 3.308 100 

■ 接合工程の比較 （EGRクーラーの例）

ペーストろう
アモルファス箔ろう材

箔厚25μmで使用量削減。
バインダーを含まないため、工程省略
でき、真空炉も傷めない。

Ni粉粒径がΦ50μm以上と大きく
使用量が多くなる。
脱バインダー工程が必要。

アモルファス箔ろう材の場合 ペーストろう材の場合

箔を挿入するのみ
プレスや曲げ加工が可能

ディスペンサーで塗布
塗布量にばらつき

ボイド確認できず

・使用量はペーストの約1/2

問合せ窓口

本カタログに記載の特性値、写真、図表、順位、評価等は当社試験データによる代表的な値であり、製品の品質を保証するものではありません。本カタログの記載内容は予告なく変更することがございます。

特長 用途




